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Patentanspriiche 

1 * Mehrfach-Substrat mit einer Keramikschicht ( 1 ) , die 
wenigstens zwei in einer ersten, in der Ebene der 
Keramikschicht (1) liegenden Achsrichtung (X-Achse, 
Y-Achse) aneinander anschlieBende und einstucking 
miteinander verbundene Nutzen (l f ) bildet, welche jeweils 
an wenigstens einer Oberf lachenseite der Keramikschicht 

(1) mit wenigstens einer Metal lisierung oder Metallf lache 

(2) versehen sind, dadurch gekennzeichnet, daB die 
wenigstens zwei Nutzen ( 1 ' ) an einer in der Keramik- 
schicht (1) vorgesehenen Sollbruchlinie (3, 4) aneinander 
anschlieBen, die in einer, einen Winkel mit der ersten 
Achsrichtung einschlieBenden zweiten Achsrichtung 
(Y-Achse, X-Achse) verlauft und ebenfalls in der Ebene 
der Keramikschicht (1) liegt, daB an wenigstens einen 
Randbereich ( 1 ' f , 1 ' ' 1 ) der Keramikschicht auBerhalb der 
Nutzen ( 1 1 ) an wenigstens einer Oberf lachenseite dieser 
Keramikschicht eine zusatzliche Metallf lache (5, 6) 
vorgesehen ist, die die Sollbruchlinien (3, 4) zwischen 
den Nutzen ( 1 T ) oder deren gedachte Verlangerungen 
uberbruckt, und daB zwischen dieser zusatzlichen Metall- 
f lache (5, 6) und benachbarten Nutzen (l f ) eine weitere 
auBere Sollbruchlinie (3, 4) in der Keramikschicht (1) 
vorgesehen ist, 

2. Mehrfach-Substrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Achsrichtungen (X-Achse, Y-Achse) einen 
Winkel von 90 ° miteinander einschlieBen. 

3. Mehrfach-Substrat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Nutzen in wenigstens zwei in 
einer ersten Achsrichtung (X-Achse) aufeinander folgenden 
und einander benachbarten Reihen (R1-R3) der Keramik- 
schicht (1) vorgesehen sind, wobei jede Reihe jeweils 
wenigstens zwei in der zweiten Achsrichtung (Y-Achse) 
aneinander anschlieSenden Nutzen (l 1 ) aufweist, daB an 
wenigstens zwei senkrecht zueinander verlaufenden 
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Randbereichen ( 1 ' 1 , 1 ' ' ' ) jeweils wenigstens eine 
zusatzliche Metallflache (5, 6) vorgesehen ist, von denen 
die Metallflache (5) an einem Randbereich (l f ') die in 
der ersten Achsrichtung (X-Achse) verlaufenden Sollbruch- 
linien (4) zwischen den Nutzen (l 1 ) oder deren gedachte 
Verlangerungen iiberbriickt und die an dem anderen Randbe- 
reich (l l,f ) vorgesehene wenigstens eine Metallflache (6) 
die in der zweiten Achsrichtung (Y-Achse) verlaufenden 
Sollbruchlinien (3) zwischen den Nutzen (1 ? ) oder deren 
Verlangerungen iiberbriickt, und daB der erste Randbereich 
(1' ' ) uber eine in der zweiten Achsrichtung (Y-Achse) 
verlaufende auBere Sollbruchlinie (3) und der zweite 
Randbereich ( 1 f 1 1 ) uber eine in der ersten Achsrichtung 
(X-Achse) verlaufende auBere Sollbruchlinie (4) an 
benachbarte Nutzen (l 1 ) anschlieSen. 

4. Mehrf ach-Substrat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB zumindest eine auBere Sollbruchlinie (3) oder 
deren gedachte Verlangerung von den zusatzlichen, auBeren 
Metallf lachen (5, 6) nicht iiberbriickt ist. 

5. Mehrf ach-Substrat nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die wenigstens zwei Randbereiche 
(!' ? , 1 ? 1 1 ) rechtwinklig aneinander anschlieBen. 

6 Mehrf ach-Substrat nach einem der Anspruche 3-5, dadurch 
gekennzeichnet, daB diejenige auBere Sollbruchlinie (3), 
uber die sich der erste Randbereich ( 1 1 1 ) an benachbarte 
Nutzen (1*) anschlieBt bzw. die gedacht Verlangerung 
dieser auBeren Sollbruchlinie (3) durch die zusatzlichen 
Metallf lachen (5 1 , 6') nicht iiberbriickt ist, und daB die 
an dem ersten Randbereich ( 1 1 1 ) vorgesehene wenigstens 
eine zusatzliche Metallflache (5) die Sollbruchlinien 
zwischen dem zweiten Randbereich ( 1 ! 1 f ) und benachbarten 
Nutzen (l 1 ) oder deren gedachte Verlangerung iiberbriickt. 

7. Mehrf ach-Substrat nach einem der Anspruche 3-6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Keramikschicht (1) vier recht- 
winklig aneinander anschlieBende Randbereiche bildet, und 
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daB von diesen Randbereichen zwei einander gegenuber- 
liegende Randbereiche jeweils erste Randbereiche 
Oder zweite Randbereiche (1 ! 1 ' ) sind. 

8. Mehrf ach-Substrat nach einem der Anspruche 1-7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Keramikschicht (1) zur Bildung 
der Sollbruchlinien (3, 4) an wenigstens einer Ober- 
flachenseite geritzt oder mit nutenf Grmigen Vertiefungen 
versehen ist. 

9. Mehrf ach-Substrat nach einem der Anspruche 1-8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Metallisierungen Metallf lachen 
(2) sind, die mit ihren Randlinien parallel zu den 
Sollbruchlinien (3, 4) verlaufen, vorzugsweise rechteck- 
formige Oder quadratische Metallf lichen (2) sind 

10. Mehrf ach-Substrat nach einem der Anspruche 1-9, dadurch 
gekennzeichnet, daB an den Nutzen (1') an beiden Ober- 

f lachenseiten der Keramikschicht (1) jeweils wenigstens 
eine Metallisierung oder Metallf ache (2) vorgesehen ist. 

11. Mehrf ach-Substrat nach einem der Anspruche 1 - 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB an dem jeweiligen Randbereich 
(l 1 ', l ft ') eine durchgehende , die senkrecht oder quer zu 
diesen Randbereich verlaufenden Sollbruchlinien (3, 4) 
oder deren gedachte Verlangerungen iiberbruckende Metall- 
flache (5, 6) vorgesehen ist. 

12. Mehrf ach-Substrat nach einem der Anspruche 1-11, 
dadurch gekennzeichnet, daB an dem Randbereich (1 ,T , 
l l,f ) an beiden Oberf lachenseiten der Keramikschicht (1) 
jeweils eine zusatzliche Metallf lache (5, 6) vorgesehen 
ist . 

13. Mehrf ach-Substrat nach einem der Anspruche 1-12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die die Metallisierungen 
bildenden Metallf achen (2) sowie die zusatzlichen 
Metallf achen (5, 6) durch das Direct-Bonding-Verf ahren 
flachig mit der Keramikschicht (1) verbunden sind. 
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14. Verfahren zum Herstellen eines Mehrfach-Substrates nach 
einem der Anspruche 1-13, dadurch gekennzeichnet, daB 
eine Keramikschicht (1) an wenigstens einer Oberflachen- 
seite mit einer Metallschicht versehen wird, und daS dann 
durch einen VorstrukturierungsprozeS aus dieser Metall- 
schicht die Metallisierungen bzw. Metallf lachen (2) sowie 
die wenigstens eine, an mindestens einem Randbereich 
(1'', l 1 '') vorgesehene zusatzliche Metallf lache (5, 6) 
gebildet werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB 
nach AbschluB der Vorstrukturierung vorzugsweise durch 
eine mechanische Behandlung, beispielsweise durch Ritzen, 
Oder durch eine Laser-Behandlung die Sollbruchlinien (3, 
4) erzeugt werden. 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Vorstrukturierung durch Atztechnik und/oder 
durch mechanische Behandlung erfolgt 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 14-16, dadurch 
gekennzeichnet, daS das Aufbringen der Metallschicht auf 
die Keramikschicht (1) durch fiachiges Verbinden einer 
Metallfolie oder dlinnen Metallplatte mit der Keramik- 
schicht mittels des Direct-Bondig-Verf ahrens erfolgt. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 14 - 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB vor der Vorstrukturierung beide 
Oberf lachenseiten der Keramikschicht ( 1 ) mit einer 
Metallschicht versehen werden. 



- 6 - 



Mehrf ach-Substrat sowie Verfahren zu seiner Herstellung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Mehrfach-Substrat gemaS 
Oberbegriff Patentanspruch 1 sowie auf ein Verfahren zum 
Herstellen eines solchen Mehrf ach-Substrates . 

Bekannt sind Keramik-Metall -Substrate und dabei insbesondere 
auch Keramik-Kupf er-Substrate. Diese Substrate werden zum 
Herstellen von elektrischen Schaltkreisen, insbesondere 
Leistungsschaltkreisen verwendet . 

Im einfachsten Fall weisen derartige Substrate eine Keramik- 
schicht auf, die an beiden Oberf l&chenseiten jeweils mit 
einer Metallisierung versehen ist, von denen z.B. die 
Metallisierung an der Oberseite der Keramikschicht beispiels- 
weise unter Anwendung einer Atztechnik derart strukturiert 
wird, daB diese Metallisierung dann die fiir den Schaltkreis 
erforderlichen Leiterbahnen, Kontaktf lachen usw. bildet. 

Fur eine rationelle Fertigung von elektrischen Schaltkreisen 
ist es auch bekannt, die Herstellung solcher Schaltkreise im 
Mehrf achnutzen vorzunehmen, d.h* insbesondere die Struk- 
turierung von Metallf lachen zur Erzielung der notwendigen 
Leiterbahnen, Kontaktf lachen usw. , aber auch die Bestuckung 
mit den elektrischen Bauelementen erfolen an einem Mehrfach- 
nutzen, der dann nach der Fertigstellung der Strukturierung, 
vorzugsweise aber nach der Bestuckung in einzelnen Schalt- 
kreis-Substrate beziehungsweise in die einzelenen Schalt- 
kreise getrennt wird. 

Soil diese Technik fiir eine rationelle Fertigung von 
Metall-Keramik-Substraten fur elektrische Schaltkreise oder 
von unter Verwendung derartiger Substrate hergestellten 
elektrischen Schaltkreisen verwendet werden, so ist ein 
Mehrf achmetall-Keramik-Substrat erf orderlich, welches an 
einer einzigen Keramikschicht mehrere Nutzen bildet. An 
diesen ist die Keramikschicht an wenigstens einer Ober- 
flachenseite mit einer Metallisierung versehen, wobei die 



Metallisierungen an aneinander angrenzenden Nutzen selbstver- 
standlich nicht miteinander verbunden , sondern zumindest am 
Ubergang zwischen benachbarten Nutzen voneinander getrennt 
sind - 

Da die Keramikschicht eines derartigen Mehrfach-Substrates 
relativ groBf lachig ist und an keiner Oberfl^chenseite dieser 
Keramikschicht eine durchgehende Metallisierung oder Metall- 
schicht vorgesehen ist, kann ein unerwiinschtes Brechen der 
Keramikschicht beispielsweise bei der Strukturierung der 
Metallf 13chen zur Erzielung der notwendigen Leiterbahnen, 
Kontaktf lachen usw. oder bei anderen Behandlungsverf ahren 
selbst bei einem sorgfaltigen Handling nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden . 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Mehrf ach-Substrat aufzu- 
zeigen, welches diese Nachteile vermeidet und bei dem trotz 
einer Vielzahl von auf einer gemeinsamen Keramikschicht 
gebildeten Nutzen mit jeweils von Nutzen zu Nutzen getrennten 
Metallisierungen die Gefahr eines unerwunschten Brechens der 
Keramikschicht bzw. des Mehrfach-Substrates wirksam ver- 
hindert ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist ein Mehrf ach-Substrat ent- 
sprechend dem kennzeichenden Teil des Patentanspruches 1 
ausgebildet . 

Ein bevorzugtes Verfahren zum Herstellen des Mehrfach-Sub- 
strates ist Gegenstand des kennzeichnenden Teils des Patent- 
anspruches 14. 

Bei der Erfindung werden die zwischen den Nutzen verlaufenden 
Sollbruchlinien bzw. deren VerlMngerungen durch die weni- 
gstens eine zusatzliche MetallflSche uberbriickt, so daB 
Biegekrafte, die zu einem unerwunschten Brechen des Mehrfach- 
substrates wahrend -einer Behandlung fuhren konnten, zumindest 
teilweise von dieser zusatzlichen Metallflache aufgenommen 
werden und dadurch ein Brechen des Mehrfach-Substrates 



wirksam verhindert ist. Bevorzugt sind an beiden Obeflachen- 
seiten der Keramikschicht an dem wenigstens einen Randbereich 
derartige zusatzliche Metallf lSchen vorgesehen. 

Bei einer Vielzahl von Nutzen sind diese in mehreren, in 
einer ersten Achsrichtung gegeneinander versetzten Reihen an 
der Keramikschicht gebildet, wobei jede Reihe mehrere 
aneinanderanschlieBende Nutzen aufweist. In diesem Fall ist 
dann an wenigstens zwei rechtwinklig aneinanderanschlieBenden 
und auBerhalb der Nutzen liegenden Randbereichen jeweils eine 
zusatzliche Metallflache vorgesehen. Jeder Randbereich 
schlieB liber eine SuBere Sollbruchlinie an benachbarte Nutzen 
an. Die zusatzliche Metallflache an jedem Randbereich 
liberbruckt die quer oder senkrecht zu diesem Randbereich 
verlaufenden Sollbruchlinien zwischen den Nutzen oder deren 
gedachte Verlangerungen und die an einem der Randbereiche 
vorgesehene Metallfache zusatzlich auch diejenige auBere 
Sollbruchlinie bzw. deren Verlangerung, die zwischen dem 
anderen Randbereich und angrenzenden Nutzen vorgesehen ist. 
Die auBere Sollbruchlinie zwischen dem einen Randbereich und 
den angrenzenden Nutzen bzw. die gedachte Verlangerung dieser 
Sollbruchlinie ist dabei durch keine zusatzliche Metallflache 
liberbruckt. Durch diese Ausgestaltung ist ein gewunschtes 
Zerbrechen des Mehrf ach-Substrates in Einzelsubstrate bzw. in 
Einzel-Schaltkreise nur in einer bestimmten Reihenfolge 
moglich, und zwar derart, daB zun&chst der eine Randbereich 
an der parallel zu diesem Randbereich verlaufenden auBeren 
Sollbruchlinie abgebrochen und im AnschluB daran der andere 
Randbereich an der parallel zu diesem Randbereich verlaufen- 
den auBeren Sollbruchlinie abgebrochen werden. Erst dann ist 
eine Trennung der einzelnen Nutzen durch Brechen moglich. 

Das Mehrf ach-Substrat laBt sich im Behandlungsverf ahren ohne 
weiteres so handhaben, daB ein Brechen an der parallel zu dem 
einen Randbereich verlaufenden auBeren Sollbruchlinie nicht 
eintreten kann, womit dann auch ein unerwunschtes Brechen an 
anderen Sollbruchlinien ausgeschlossen ist. 
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Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unter- 
ansprtiche . 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren an einem 
Ausf uhrungsbeispiel naher erlSutert. Es zeigen: 

Fig. 1 in vereinf achter Darstellung und in Draufsicht ein 
Mehrfach-Substrat gemaB der Erfindung; 

Fig. 2 einen Schnitt entsprechend der Linie I - I der Figur 
1. 

Das in den Figuren dargestellte Mehrfach-Substrat besteht im 
wesentlichen aus einer Keramikschicht 1, dije beispielsweise 
eine Aluminiumnitrid-Keramik oder eine Aluminiumoxid-Keramik 
ist und bei der dargestellten Ausf iihrungsf orm an beiden 
Oberf lachenseiten mit einer Vielzahl von Metallisierungen in 
Form von rechteckf ormigen Metallf lachen 2 versehen ist. Diese 
Metallf lachen 2, die aus Kupfer bestehen und jeweils flachig 
mit der jeweiligen Oberf lachenseite der Keramikschicht 1 
verbunden sind, besitzen bei der dargestellten Ausfiihrungs- 
form jeweils gleiche Form und GroBe und sind jeweils recht- 
eckf omig ausgebildet. Jeder Metallf lache 2 an der einen 
Oberf lachenseite der Keramikschicht 1 liegt eine Metallfl£che 
2 an der anderen Oberf lachenseite dieser Keramikschicht 
unmittelbar gegenuber. 

Es versteht sich, daS die Metallf lachen auch eine von der 
Rechteckform abweichende Form aufweisen und/oder die Metall- 
f lachen 2 an jeder Oberf lachenseite der Keramikschicht 1 oder 
aber an den beiden Oberf lachenseiten dieser Keramikschicht 
unterschiedlich geformt sein konnen. 

Die Metallf lachen 2 sind an den beiden Oberf lachenseiten der 
Keramikschicht 1 in mehreren Reihen vorgesehen, und zwar bei 
der dargestellten Ausf uhrungsf orm in insgesamt drei Reihen 
R1-R3, von den jede vier Metallf lachen besitzt. Die in den 
Reihen R1-R3 auf einanderf olgenden Metallf lachen 2 sowie auch 
die Metallf lachen der benachbarten Reihen sind an beiden 
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Oberf lachenseiten der Keramikschicht 1 jeweils voneinander 
beabstandet, und zwar derart, daB die Mittellinien parallel 
zu den Reihen R1-R3 sowie senkrecht zu diesen zwischen 
benachbarten Metallfachen 2 an der einen Oberflachenseite der 
Keramikschicht 1 deckungsgleich mit den entsprechenden 
Mittellinien an der anderen Oberflachenseite dieser Keramik- 
schicht liegen. 

Entlang dieser Mittellinie ist die Keramikschicht an beiden 
Oberf lachenseiten mit Sollbruchlinien 3 (parallel zu den 
Reihen R1-R3) sowie mit Sollbruchlinien 4 (senkrecht zu den 
Reihen R1-R3) versehen. Duch die Sollbruchlinien 3 und 4 ist 
die Keramikschicht 1 in eine Vielzahl von Nutzen l 1 unter- 
teilt . 

Am Rand der bei der dargestellten Ausf uhrungsf orm rechteck- 
formigen Keramikschicht 1 weist diese an einer Oberflachen- 
seite zusatzliche Metallisierungen in Form von streifen- 
formigen Metallf lachen 5 und 6 auf , von denen die Metall- 
f lachen 6 jeweils entlang eines parallel zu den Sollbruch- 
linien 4 verlauf enden Randbereiches 1 1 f ' der Keramikschicht 1 
und die Metallf lachen 5 an dem parallel zu den Reihen R1-R3 
bzw. Sollbruchlinien verlauf enden Randbereich l ,f vorgesehen 
sind. Auch zwischen diesen zusatzlichen langgestreckten 
Metallisierungen 5 und 6 und den benachbarten Metallf lichen 2 
bzw. Nutzen 1 ? sind an beiden Oberf lachenseiten der Keramik- 
schicht 1 Sollbruchlinien 3 bzw* 4 vorgesehen, Es versteht 
sich, daB diese Sollbruchlinien 3 und 4 an den beiden 
Oberf lachenseiten der Keramikschicht 1 derart vorgesehen 
sind, daB jeweils einer Sollbruchlinie 3 oder 4 an einer 
Oberflachenseite eine entsprechende Sollbruchlinie 3 oder 4 
an der anderen Oberlachenseite unmittelbar gegenuber liegt. 

Bei der dargestellten Ausf uhrungsf orm sind die zusatzlichen 
Metallf lachen so dimensioniert und angeordnet, daB die 
zwischen den Metallf lachen 2 und den Metallf lachen 5 vorge- 
sehenen Sollbruchlinien 3 bis an den Rand der Keramikschicht 
1 reichen, und zwar dadurch, daB die Metallf lachen 5 zwar 
jeweils mit ihren schmaleren Seiten bzw, Enden auf einer 
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gemeinsamen, gedachten Linie mil: der auBenliegenden, d.h. den 
MetallflSchen 2 abgewandten Langsseite der Metallflfichen 6 
angeordnet sind, die Metallf lichen 5 und 6 aber nicht 
unmittelbar aneinander anschlieBen, sondern voneinander 
beabstandet sind. 

Die zwischen den Metallf ISchen 2 und den zusStzlichen 
Metallf lachen 5 verlaufenden Sollbruchlinien 3 werden von 
sSmtlichen Sollbruchlinien 4 geschnitten, und zwar auch von 
den zwischen den Metallf lachen 2 und den zus&tzlichen 
Metallf lichen 6 verlaufenden Sollbruchlinien 4. 

Mit Ausnahme der zwischen den Metallf lachen 2 und den 
zusStzlichen Metallf lachen 5 verlaufenden Sollbruchlinien 3 
enden die Sollbruchlinien 3 an den zustazlichen Metallf lachen 
6. In gleicher Weise enden samtliche Sollbruchlinien 4 an den 
zusatzlichen Metallf lachen 5. 

Grundsatzlich besteht die Moglichkeit, an beiden Oberf lachen- 
seiten der Keramikschicht 1 oder nur an eier Oberf lMchenseite 
die zusatzlichen Metallf lachen 5 und 6 vorzusehen. 

Die Metallf lachen 2, 5 und 6 sind bevorzugt Flachen aus 
Kupf er . 

Das beschriebene Mehrf ach-Substrat wird beispielsweise 
dadurch hergestellt, da8 auf beiden Oberf lachenseiten der 
Keramikschicht 1 einer diese Oberf lachenseiten vollstandig 
Oder nahezu vollstandig abdeckende Metallschicht aufgebracht 
wird, und zwar in Form einer Metallfolie oder diinnen Metall- 
platte, die flachig mit der jeweiligen Oberf lachenseite der 
Keramikschicht 1 verbunden wird, und zwar mittels des 
Direct-Bonding-Verf ahrens, welches dem Fachmann aus der 
Literatur bekannt ist und welches bei Verwendung von Folien 
oder diinnen Platten aus Kupfer auch als DCB-Verf ahren 
bezeichnet wird. 
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Durch eine anschliefiende Vorstrukturierung der durchgehenden 
Metallschichten auf den beiden Oberflachenseiten der Keramik- 
schicht' 1 werden dann die einzelenen Metallflachen 2, 5 und 6 
erzeugt. Diese Strukturierung kann mittels verschiedenster 
Verfahren erfolgen, beispielsweise durch Atzen und/oder durch 
mechanische Verfahren. Nach der Strukturierung, d.h. nach der 
Bildung der Metallflachen 2, 5 und 6 erfolgt mit geeigneten 
Techniken das Einbringen der Sollbruchstellen bzw. Sollbruch- 
linien 3 und 4, beispielsweise durch Laser-Behandlung oder 
mechanische Verfahren, wie Ritzen usw. . 

In der beschriebenen, vorstrukturierten Form wird das 
Mehrf ach-Substrat vom Substrathersteller an den Verwender 
gelierfert, der dann dieses Substrat als Mehrf achnutzen bei 
der Herstellung von elektrischen Schaltkreisen, insbesondere 
Leistungsschaltkreisen derart verarbeitet, daB die Metall- 
flachen 2 zumindest an einer Oberf lachenseite der Keramik- 
schicht 1 mittels geeigneter Techniken, beispielsweise durch 
Maskieren und Atzen in einer gewunschten Weise strukturiert 
werden, um die fur den herzustellenden Schaltkreis notwendi- 
gen Leiterbahnen, Kontaktf lachen usw. zu erhalten, so daB 
dann ein Mehrf achnutzen mit einer Vielzahl von noch miteinan- 
der verbundenen Einzelsubstraten erhalten wird, die dann 
beispeilsweise maschinell mit den erf orderlichen Bauteilen 
bestiickt werden konnen. Erst nach diesen Bestticken und 
gegebenenf alls nach einer Priifung der hergestellten Schalt- 
kreise wird der Mehrf achnutzen in die einzelnen Schaltkreise 
zertrennt, und zwar durch Brechen der Keramikschicht 1 
entlang der Sollbruchlinien 3 und 4. Durch die zusatzlichen 
Metallflachen 5 und 6 ist ein unerwunschtes Brechen des 
Mehrf ach-Substrates bzw, Mehrf achnutzens im Verfahren wirksam 
verhindert. Dadurch, daB die zwischen den Metallflachen 2 und 
den zusatzlichen Metallflachen 5 verlaufenden Sollbruchlinien 
3 bis an den Rand der Keramikschicht 1 reichen ist ein 
Trennen des Mehrf achnutzens in verschiedenen Einzelsubstrate 
bzw. Schaltkreise moglich, ohne daB ein Durchtrennen einer 
der zusatzlichen Metallflachen 5 und 6 notwendig ist, d.h. 
beim Trennen des Mehrf achnutzens in Einzelsubstrate bzw. in 
die einzelnen Schaltkreise erfolgt das Brechen zunachst an 
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den auBeren, den Metallf lachen 5 benachbarten Sollbruchlinien 
3 und anschlieBend an den SuSeren, den Metallf lachen 6 
benachbarten Sollbruchlinien 4, womit dann der diese zuscitz- 
lichen Metallf lachen 5 und 6 aufweisende Rand entfert ist und 
der verbleibende Teil des Mehrf ach-Substrates dann ohne 
Probleme an den Sollbruchlinien 3 und 4 durch Brechen 
getrennt werden kann. 

Obwohl die Sollbruchlinien 3 bis an den Rand der Keramik- 
schicht 1 reichen, besteht nicht die Gefahr, daB das Mehr- 
f ach-Substrat in unerwiinschter Weise wahrend des Verfahrens 
entlang dieser auBeren Sollbruchlinien 3 bricht, da insbe- 
sondere dann, wenn das Mehrf ach-Substrat im Verfahren beim 
Handling stets an zwei gegenliberliegenden Seitenrandern 
erfaBt wird, keine Biegekrafte auftreten, die ein Brechen des 
Substrates an den auSenliegenden Sollbruchlinien 3 bewirken 
konnten. Grundsatzlich ist es aber auch moglich, das Handling 
des Mehrf ach-Substrates im Verfahren derart vorzusehen, daB 
dieses Substrat stets nur an den die Metallfachen 6 aufwei- 
senden Randbereichen l fl? gefaBt wird. 

Die Metallf lachen 5 und 6 konnen auch mit einer eine Ko- 
dierung bildende Stukturierung, beispielsweise mit eine 
Kodierung bildenden Ausnehmungen 7 versehen sein. Diese 
Automaten lesbare Kodierung kann dann Inf ormationen liber die 
Art der hergzustellenden Schaltkreise enthalten und damit zur 
Steuerung und/oder Uberwachung des Fertigungsprozesses 
dienen, oder aber dazu verwendet werden, urn eine vorgegebene 
Orientierung des Mehrf ach-Substrates in einer Verarbeitungs- 
einrichtung sicher zu stellen. 

Die Erfindung wurde voranstehend an einem Ausf tihrungsbeispiel 
beschrieben. Es versteht sich, daB zahlreiche Anderungen 
sowie Abwandlungen moglich sind, ohne daB adurch der der 
Erfindung zugrundeliegende Erf ihdungsgedanke verlassen wird. 
So ist es beispielsweise moglich, die Sollbruchlinien 3 und 4 
nur an einer Oberf lachenseite der Keramikschicht 1 vorzu- 
sehen. Weiterhin ist es auch moglich, die zusatzlichen 




Metal Ifl&chen 5 und 6 an beiden Oberflachenseiten der 
Keramikschicht 1 vorzusehen. 
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Bezugszexchenlxste 



1 Keramikschicht; 
1 1 Nutzen 

1 1 ' , 1 1 f f Randbereich 

2 Metallf lache 
3, 4 Sollbruchlinie 

5, 6 zusatzliche Metallf l&che 

7 Ausnehmung 

R1-R3 Reihen 

S1-S4 Spalte 



